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概要 今日の携帯電話に見られるように電子機器がますます小型化し，プリント配線板 (PWB)にもより微細なものが求め

られている。さらに，この微細化への要求に加え，新しいパターン設計と電子部品の搭載技術は共に開発されなければなら

ず，より正確な位置決め精度の重要性が増してきている。例えば，PWBのフレキシブル基板の多層化設計の統合へ進むなか

で，配線幅が25 mmへと向かっている。本研究の目的は，PWBの正確な自動測定技術のニーズに答えることにある。従来のパ

ターンマッチングによる画像処理検査や光学顕微鏡方式などの複雑な測定技術が必要であったが，われわれはこれらの自動測

定技術にとって代わる新たな設計による測定法を確立したものである。今回の報告では，検査を行うためのプローブ形状と精

度向上のための補正方法を示し，実験により 150 mmまで細くしたPWB の欠陥を 5%以内の精度で測定できることを示した。

Abstract

Today’s trend towards ever smaller electronic products, such as cellular phones, demands the evo-

lution of smaller printed wiring boards (PWBs). Along with this requirement for smaller PWBs, new

pattern designs and mounting techniques must also be developed, and the importance of accurate

positioning has increased. Because of the growing tendency towards the integration of multi-strati-

fied PWB designs, the widths of flexible substrates have decreased to 25 mm. The objective of this re-

search project is to address automatic measurement techniques for PWBs by offering an alternative.

As an improvement upon current complicated measurement techniques, such as image processing

inspection by pattern matching or optic microscope inspection systems, a capacitance line-width

measurement system with a novel measurement probe design has been developed. In this report, we

showed the correction systems required to improve the accuracy and a probe shape suitable for

measurement. Using the correction systems, we are able to measure the defects of a PWB model

(150 mm) with accuracy within 5%.
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